Langzeitlagerung elektronischer Komponenten
als Strategie gegen Obsoleszenz

Holger Krumme

Vielfach wird unter dem Begriff der Obsoleszenz verstanden, dass Bau-
gruppen oder Gerite nach einer gewissen Zeit ihre Funktion einstellen und
somit nicht mehr verfiigbar sind. Oft ist die Ausfallursache eine einzelne
Komponente, die deutlich frither ausfillt als die tibrigen verbauten Kom-
ponenten. Eine deutlich lingere Nutzungsdauer des Gesamtgerits wire bei
geeigneter Komponentenauswahl haufig moglich. Wird die kiirzere Lebens-
dauer wissentlich seitens des Herstellers toleriert oder auch bewusst »desig-
neds, so spricht man auch von »geplanter Obsoleszenz«. Der Gesetzgeber ist
bestrebt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die derartige Vorgehensweisen
eindimmen. Das HTV-Life-Priifzeichen (vgl. Kapitel 3 in diesem Beitrag)
erlaubt es Unternehmen, die eigenen Produkte freiwillig auf absichtlich le-
bensdauerbegrenzende Sollbruchstellen untersuchen zu lassen.

Eine etwas andere Definition des Begriffs »Obsoleszenzs, die oft eine
Herausforderung fir die Hersteller von langlebigen Produkten, etwa in
den Branchen Maschinenbau, Luftfahrt, Militir oder auch Kraftfahrzeuge
darstellt, ist die mangelnde Verfiigbarkeit elektronischer, aber auch mecha-
nischer Komponenten durch Produktionsstopp seitens der Hersteller. So-
mit kénnen bestimmte Endprodukte méglicherweise nicht mehr gefertigt
oder repariert werden, da die notwendigen Bauteile oder Komponenten
nicht mehr verfiigbar sind. Beide Formen der Obsoleszenz stehen in ab-
solutem Widerspruch zum nachhaltigen Wirtschaften!

Speziell in der Elektronik sorgen stetige Weiterentwicklungen, Inno-
vationen und gesetzliche Vorgaben dafiir, dass seitens der Bauteilherstel-
ler immer mehr elektronische Bauteile binnen kiirzester Zeit abgekindigt
und somit obsolet werden. Durch die aktuell steigende Anzahl von Zu-
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sammenschlissen grofer Halbleiterhersteller werden zudem immer mehr
unrentable oder redundante Produktlinien kurzfristig eingestellt, wodurch
die Problematik von Produktionsstopps weiter verscharft wird.

Besonders Einkdufer und Entwickler kennen das Problem: Bereits wih-
rend der Entwicklungsphase oder schon kurz nach der Markteinfithrung
eines Produkts sind bereits einzelne Komponenten einer elektronischen
Baugruppe seitens des Herstellers abgekiindigt und es miissen Entscheidun-
gen hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise getroffen werden, um kinftig
Produktion, Wartung und Reparatur eigener moglicherweise zertifizierter
Produkte und Investitionsgiiter sicherzustellen. Findet sich keine geeignete
Losung, so kann das Produkt nicht mehr hergestellt oder repariert werden.
Dies kann mit gravierenden Folgen fir die Umwelt verbunden sein, denn
ein einziges nicht mehr verfiigbares Bauteil kann dazu fithren, dass eine
komplette Industrieanlage, ein Groffahrzeug oder eine Maschine nicht
mehr reparierbar ist und somit ausgetauscht werden muss. Ein enormer An-
stieg der Mill- und Schrottmengen wire die Folge. Geeignete Maffnahmen
zur Bewiltigung dieser Herausforderung sind somit dringend erforderlich.

Als eine wesentliche Mafinahme sollten wichtige Ersatzkomponenten —
insbesondere fiir langlebige Produkte und Investitionsgiiter mit langer
Nutzungsdauer — daher auf jeden Fall rechtzeitig eingelagert werden, um
jegliche Gefahr einer mangelnden Verfiigbarkeit fiir die Serie oder von Er-
satzteilen auszuschliefSen. Dies ist insbesondere aus Griinden des Umwelt-
schutzes und der Ressourceneffizienz eine sinnvolle Mafinahme.

Doch selbst der Weg der Einlagerung benotigter Teile birgt nicht zu unter-
schitzende Risiken, da nur ein qualifiziertes, speziell auf die Komponente
zugeschnittenes Lagerungskonzept die Funktionalitdt und Verarbeitbarkeit
nach einer Lagerungszeit von mehreren Jahren oder Jahrzehnten sicherstellt.

Die mit einer Lagerung verbundenen Risiken und geeignete Losungs-
strategien sollen daher im Folgenden betrachtet und bewertet werden.

1. Risiken bei der strategischen Langzeitlagerung
elektronischer Komponenten

Zur Beurteilung der Risiken fiir die Langzeitlagerung muss im Vorfeld der

aktuelle Gesamtzustand der zu lagernden Komponenten erfasst werden. Da-
bei ist zu ermitteln, ob die elektronischen Bauteile mechanisch und elek-
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trisch einwandfrei sind und welche Risiken wahrend der Lagerung zu erwar-
ten sind bzw. ob die Komponenten tiberhaupt fiir eine Lagerung geeignet
sind. Diese Risikoabschatzung bedarf einer tiefgehenden und umfassenden
Kenntnis der mit einer Lagerung verbundenen Alterungsprozesse und kann
nur von wenigen entsprechend ausgestatteten Instituten geleistet werden.

1.1 Alterungsprozesse

Verschiedenste Alterungsprozesse konnen bereits bei normaler Lagerung,
aber auch unter Stickstoffatmosphire (Stickstoff-Dry-Pack), innerhalb von
zwei Jahren die Funktionalitit (z.B. durch Daten- und Kapazititsverlus-
te, Leckstrome) und Verarbeitbarkeit (z.B. im Lotprozess) elektronischer
Komponenten mafgeblich beeintrichtigen.

Wesentliche Alterungsprozesse sind:

+ Diffusionsprozesse (an Anschlissen und Halbleiterchips)

+ Korrosion und Oxidation (Alterung durch Feuchte und Sauerstoff)
+ Alterung durch ausgasende Schadstoffe

+ Bildung von Whiskern (feine Zinknadeln)

« Zinnpest

1.1.1 Diffusionsprozesse

Die Diffusion ist eine der schwerwiegendsten und wesentlichsten Materialver-
dnderungen, die zur Alterung elektronischer Bauteile beitragt. Sie ist ein phy-
sikalischer Prozess, bei dem sich zwei oder mehrere Stoffe zunehmend vermi-
schen. Die Diffusion beruht auf der thermisch motivierten Eigenbewegung
von Teilchen (Atome, Ladungstrager oder Molekdle). Ist die Verteilung dieser
Teilchen ungleichmifig, dann bewegen sich mehr Teilchen aus den Gebieten
mit hoher Konzentration in Gebiete mit niedriger Konzentration als umge-
kehrt. Es werden also aufgrund der Warmebewegung Konzentrationsunter-
schiede bis zur vollstandigen Durchmischung (bzw. Ausgleich) abgebaut.

Diffusion an Bautetlanschliissen und Halbleiterchips

Diffundiert z.B. bei Anschlusspins (Stiftkontakte) elektronischer Bauteile
das Tragermaterial Kupfer oder Kupfereisen in das Zinn der Oberflichen-
beschichtung, dann entsteht ein ganz neues Material, das bronzeahnlich ist
(intermetallische Phase).
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Diese Materialwanderung ist temperaturinduziert und fithrt zu einem
Wachstum der intermetallischen Phase bei Raumtemperatur von etwa
einem tausendstel Millimeter pro Jahr. D.h. auch bei der herkdmmlichen
Stickstofflagerung findet daher ein starkes Phasenwachstum statt, das durch
die Abwesenheit von Sauerstoff keinesfalls verlangsamt wird. Gelangt diese
Durchmischung bis an die Oberfliche, ist ein Verléten nicht mehr mog-
lich, denn intermetallische Kupfer-Zinn-Phasen weisen Schmelzpunkte
von iiber 400 Grad auf, die bei typischen Lotprozesstemperaturen von 240
bis 280 Grad nicht mehr aufgeschmolzen werden kénnen; zudem oxidiert
elementares Kupfer bei Erreichen der Pinoberfliche und des Luftsauer-
stoffs. Das Zinn der Lotstelle verbindet sich nicht mehr mit dem Kupfer des
Pintragermaterials; der Pin kann also nicht mehr verltet werden. Noch
kritischer zu bewerten sind Diffusionsprozesse auf dem Halbleiterchip, die
beim spateren Betrieb zu Ausfillen durch Leckstrome und Fehlfunktionen
fuhren kdnnen.

Derartig gealterte Bauteile sind nicht mehr in bestehende elektronische
Schaltungen einsetzbar. Das heiflt, dass Bauteile, die beispielsweise fiir die
Ersatzteilversorgung eingelagert werden, durch falsche oder unzureichend
kontrollierte Lagerung zerstrt werden konnen. Ersatzteile sind dann trotz
Bevorratung nicht verfiigbar.

1.1.2 Korrosion und Oxidation

Die Alterung durch Feuchte und Sauerstoff fithrt durch den in konventio-
nellen Stickstoff-Dry-Packs enthaltenen Restsauerstoff und moglicherweise
vorhandenen Feuchtigkeitsgehalt zu Oxidations- und Korrosionsprozessen an
Bauteilanschliissen und Kontaktoberflichen. Zuverlassige Lot- oder Bondver-
bindungen sind somit nach einiger Zeit erschwert, teilweise sogar unmoglich.

1.1.3 Schadstoff-Ausgasung

Ausgasungen von z.B. Additiven wie Weichmachern, Flammschutzmit-
teln, Losungsmitteln oder aus Umverpackungen konnen zur Korrosion
von Bauteilanschlissen und Kontaktoberflichen fiihren und damit die
Lotbarkeit der elektronischen Komponenten negativ beeintrachtigen. Zu-
satzlich sind aggressive Ausgasungen natirlich auch sehr schadlich fir die
empfindlichen Chip- und Aluminium-Leiterstrukturen auf den Halbleiter-
chips.
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1.1.4. Bildung von Whiskern
Ein weiterer Alterungsprozess ist die Ausbildung von Whiskern (feinste ein-
kristalline Zinnnadeln), haufig resultierend aus mechanischen Spannun-
gen innerhalb der auf dem Leadframe (dem Anschlussrahmen rund um
den Chip) und damit auch den Anschlusspins meist galvanisch aufgebrach-
ten Zinnschichten oder auch durch Korrosions- und Oxidationsschichten
auf der Zinnoberfliche oder intermetallischem Phasenwachstum.
Whisker beeintrichtigen die Funktionalitat elektronischer Komponen-
ten erheblich, da durch Whisker Kurzschlisse zwischen Bauteilanschlis-
sen und ggf. Fehlfunktionen und Bauteilschidigungen im Betrieb entste-
hen konnen.

1.1.5 Zinnpest

Bei der sog. Zinnpest wandelt sich silberweifSes, metallisches p-Zinn unter-
halb von 13,2 Grad Celsius in das grauschwarze o-Zinn, das tber eine
andere Kristallstruktur und Dichte verfiigt, um. Da o-Zinn ein groferes
Volumen als B-Zinn besitzt, verliert das Material seine Integritat, die Korn-
struktur 16st sich auf und es entsteht Zinnpulver, das nicht mehr zu ver-
I6ten ist. Speziell Reinzinn-Oberflichen begiinstigen diese Umwandlung,
wodurch insbesondere unverarbeitete Bauteile betroffen sind.

1.2 Risikofaktoren bei Baugruppen und Gerdten

Neben der Lagerung von Einzelbauteilen ist in vielen Fallen auch die Lang-
zeitkonservierung von kompletten Baugruppen und Geriten eine sinnvolle
und manchmal unvermeidliche Option. Im Gegensatz zur Bauteillagerung
muss weder Produktionsequipment noch Know-how in der Fertigung vorge-
halten werden. Die Baugruppen und Gerite sind sofort einsatzbereit und kon-
nen direkt an den Endkunden oder in den Ersatzteilmarkt geliefert werden.

Insbesondere fiir sehr langlebige Produkte mit aufwendig zertifizierten
Baugruppen ist die Langzeitlagerung von entscheidender Bedeutung, da
alternativ z.B. ein eventuell bendtigtes Redesign der Baugruppe mit gro-
Bem Zeit- und Kostenaufwand aufgrund einer moglicherweise erneuten
Zertifizierung verbunden ist.

Aufgrund der enormen Typenvielfalt und Kombinatorik der Einzelkom-
ponenten zeigen Baugruppen haufig zusatzliche Alterungseffekte, die die ord-
nungsgemale Funktionalitit der gesamten Baugruppe gefahrden kdnnen.
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Gerade wihrend einer Langzeitlagerung besteht die Gefahr, dass Aus-
gasungen aus den verwendeten Lacken und Vergussmassen sowie Riick-
stinde aus dem Lotprozess zu Korrosion und Oxidation an bestickten
Komponenten fiihren. Zusitzlich besteht bei Kondensatoren (insbesonde-
re bei Elektrolytkondensatoren) das Risiko, dass sie wihrend der Lagerung
ihre Kapazitit dndern oder ihren Leckstrom erh6hen, was den Totalausfall
und damit die Zerstorung der gesamten Baugruppe zur Folge haben kann.
Bei LC- oder OLED-Displays und beispielsweise auch bei Optokopplern ist
eine signifikante Verinderung der optischen Eigenschaften méglich, die in
einer Fehlfunktion resultieren kann.

1.3 Schlussbemerkung zu den unterschiedlichen Alterungsprozessen

Samtliche Alterungsprozesse miissen wihrend einer Langzeitlagerung un-
bedingt beachtet und durch geeignete Mainahmen abgesichert werden.
Vielfach ist jedoch die Meinung verbreitet, eine Lagerung in Stickstoff-
Atmosphire stoppe die Alterungsprozesse. Das ist falsch! Durch Stickstoff
wird ausschlief§lich die Oxidation reduziert, die nur einen sehr kleinen An-
teil der beschriebenen Alterungsprozesse darstellt. In den sog. Stickstoff-
Dry-Packs, die oftmals fiir eine Langzeitlagerung verwendet werden, findet
man bei einem Standardverpackungsprozess zudem noch einen Sauer-
stoffanteil im Prozentbereich. Hierbei ist fraglich, ob die Oxidation tber-
haupt vermindert wird. Die relevanten Alterungsprozesse, wie z.B. die
Diffusions- oder auch Korrosionsprozesse durch ausgasende Schadstofte,
werden durch Stickstoff zudem in keiner Weise reduziert.

Die Komplexitit der verschiedenen Alterungsmechanismen verdeut-
licht zudem die Notwendigkeit einer umfassenden Eingangsanalyse und
auch der Uberwachung des Zustands der Komponenten wihrend des La-
gerprozesses.

2. Langzeitverfiigbarkeit durch das TAB-
Langzeitkonservierungsverfahren

Zur Lésung der Problematik, dass Bauteile wahrend der Lagerung auf viel-

fache Weise altern, hat die Firma HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH
mit dem TAB-Verfahren (Thermisch-Absorptive-Begasung) ein Verfahren
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entwickelt, um die Langzeitverfiigbarkeit elektronischer Komponenten
mit der geforderten Qualitit sicherzustellen.

Als komplexe Kombination unterschiedlichster Methoden vermeidet
bzw. verringert TAB im Gegensatz zur herkémmlichen Lagerung in Stick-
stoff-Dry-Packs oder Korrosionsschutzfolien nahezu alle relevanten Alte-
rungsfaktoren elektronischer Komponenten langfristig.

TAB ermoglicht es, elektronische Komponenten wie z. B. Bauteile, Bau-
gruppen, Displays, Wafer und DIEs (Halbleiterplattchen samt dem darauf
aufgebrachten integrierten Schaltkreis) bei vollem Erhalt der Verarbeitbar-
keit und Funktionalitat fiir bis zu 50 Jahre einzulagern.

Generell ist bei normaler Lagerung die Materialverinderung in den
ersten Jahren am schnellsten. Komponenten, die nicht sofort benétigt wer-
den, sollten also moglichst umgehend eingelagert werden, um so ein langes
Komponentenleben zu erméglichen.

Der Produktionsstopp von Komponenten verliert dank TAB seine Bri-
sanz; Produktlebenszyklen konnen verlingert und die Ersatzteilversorgung
von Herstellern abgesichert werden.

Kurzdarstellung des TAB-Verfahrens

Nur eine genaue Kenntnis des einzulagernden Bauteils ermoglicht lange
Lagerzeiten. Daher ist die Basis fiir den korrekten Einlagerungsprozess eine
im Vorfeld durchgefiihrte detaillierte Analyse der Komponenten. Anhand
dieser werden dann die spezifischen Lagerfaktoren ermittelt und eine fiir
das jeweilige Produkt zugeschnittene Rezeptur der Lagerbedingungen de-
finiert.

Die drastische Reduktion der Alterung wird beim TAB-Verfahren im
Wesentlichen durch drei Faktoren erreicht:

Zunichst wird durch gezielte individuelle Temperaturreduktion die
Aktivierungsenergie drastisch reduziert. Chemische Reaktionen laufen
dementsprechend gar nicht oder nur sehr langsam ab. Dadurch werden
viele der inneren (auf dem Halbleiterchip) und dufleren Alterungspro-
zesse nahezu gestoppt, wie es etwa am Wachstum der intermetallischen
Phase (Diffusion am Bauteilanschluss) zwischen dem Kupfer aus dem In-
neren des Bauteilpins in das Zinn der Pinoberfliche - als ein Indikator
tir Diffusionsprozesse — deutlich gezeigt werden kann. Tabelle 1 zeigt den
Einfluss verschiedener Lagerverfahren auf das intermetallische Phasen-
wachstum.

163

Access - I Em—


https://doi.org/10.14361/9783839450048-009
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Holger Krumme

Tabelle 1: Intermetallisches Phasenwachstum in Abhdngigkeit vom Lagerverfabren

Lagerverfahren/Lagerdauer Intermetallisches Phasenwachstum

Neuzustand bei Einlagerung ca. 1,3 tausendstel Millimeter

(Beispiel)
4 Jahre mit herkdmmlicher ca. 4,5 tausendstel Millimeter
Stickstofflagerung — starkes Phasenwachstum

ca. 1,3 tausendstel Millimeter

4 Jahre mit TAB-Lagerung — nahezu keine Verdnderung

Quelle: eigene Darstellung

Kritische Nebeneffekte, wie z.B. die Zinnpest, konnen dabei durch abge-
stimmte Verfahren ausgeschlossen werden. Die Lagerung insbesondere bei
tiefen Temperaturen erfordert eine genaue Kenntnis der Umwandlungs-
prozesse, um durch geeignete Einstellung der Lagerungsparameter und zu-
gehorige Uberwachungsstrategien eine Umwandlung zu verhindern.

Der zweite wesentliche Faktor des TAB-Verfahrens ist ein System aus
speziell hierfir entwickelten Funktionsfolien und individuell zusammen-
gestellten komponentenspezifischen Absorptionsmaterialien. Dieses be-
wirkt die Absorption organischer und anorganischer Schadstoffe, die aus
den elektronischen Komponenten ausgasen oder von aufSen in die Verpa-
ckungen diffundieren. Zudem werden Feuchtigkeit, Sauerstoff und Gas-
zusammensetzung kontrolliert und auf das Produkt angepasst eingestellt,
sodass eine Alterung bestmoglich reduziert ist.

Der dritte Faktor ist ein spezieller konservierender Gascocktail, der die
zu lagernden Komponenten umgibt und Korrosionsprozessen entgegen-
wirkt.

Die eingelagerten Materialien und elektronischen Komponenten wer-
den wiahrend der Lagerung durch geeignete Analysemethoden zyklisch
iberwacht. Zudem findet eine Uberprifung der Lagerungsbedingungen
durch regelmaifige Prozesskontrollen statt.

Ein wesentliches Risiko bei der Langzeitlagerung ist die physikalische
Sicherheit der Komponenten. Insbesondere Feuer ist eine sehr ernst zu
nehmende Gefahr, deren Auftrittswahrscheinlichkeit bei Lagerdauern von
mehreren Jahrzehnten nicht unerheblich ist. Dementsprechend ist bei TAB
die Lagerung in Hochsicherheitsgebduden ein wesentlicher Bestandteil des
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Konzepts, das neben optimierten Lagerungsbedingungen auch den Schutz
vor Brand, Diebstahl und Naturkatastrophen sicherstellt.

Tabelle 2: Vergleich der Lagerverfabren

Stickstoff-Dry-Pack | Korrosionsschutzfolie TAB
Risiken - - -
Wirkung il Wirkung . Wirkung ool
tung tung tung
spezifisch
Feuchte reduziert - unverandert -— reduziert und +
kontrolliert
sauerstoff-
Sauerstoff reduziert - unverandert -— fre|e_und +
konservierende
Atmosphare
Korrosive Reaktion mit
unverandert | —— | Folie; Abbau- - absorbiert +
Gase
produkte
Schwefel- Reaktion mit
unverdndert | —-- Folie; Abbau- - absorbiert +
Wasserstoff
produkte
Schwefel- Reaktion mit
S unverandert | —-— Folie; Abbau- - absorbiert +
dioxid
produkte
Reaktion mit
Chlorgase unverandert | —— | Folie; Abbau- - absorbiert +
produkte
Losemittel unverdndert | —-— unverandert —-— absorbiert +
Additive unverdandert | —-— unverandert -— absorbiert +
Ammoniak unverandert | —— unverandert -— absorbiert +
drastisch redu-
Diffusion unverandert | —— unverandert —-— ziert, zyklische +
Uberwachung
Zinnpest nicht o nicht e erforscht und .
P liberwacht liberwacht liberwacht
. nicht nicht .
Whisker iberwacht | ~ iiberwacht T iiberwacht *
Prozessiiber- nicht L nicht o iiberwacht .
wachung iberwacht iiberwacht
Sicherheit undefiniert - undefiniert - Hoqhsmher— +
heitslager
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Der Vergleich der Lagerverfahren (siche Tabelle 2) fithrt zu folgendem Er-
gebnis:

Eignung der Lagerverfahren

«  Stickstoff-Dry-Pack: fir Zwischenlagerung

+ Korrosionsschutzfolie: fiir metallische Komponenten, Transport, Zwi-
schenlagerung

« TAB: fir Langzeitlagerung elektronischer und mechanischer Kom-
ponenten fiir bis zu 50 Jahre

3. Geplante Obsoleszenz —
ein Priifzeichen kann Klarheit schaffen

Die Griinde fiir kurze Produktlebensdauern sind unterschiedlich und rei-
chen vom Einbau minderwertiger Komponenten tiber Fehlplanung bis zur
bewussten Inkaufnahme von vorzeitiger Obsoleszenz infolge einer mog-
lichst kostengiinstigen Produktion. Hersteller planen somit mehr oder
weniger explizit die Obsoleszenz ihrer Produkte (siche Beitrag »Zu Begriff
und Theorie der geplanten Obsoleszenz«). Diese wird erreicht durch den
Einbau von lebensdauerbegrenzenden Schwachstellen. Die verkauften Pro-
dukte sollen bei niedrigpreisigen Artikeln bevorzugt kurz nach der Ga-
rantiezeit und bei hoherwertigen vor der tblichen Nutzungsdauer defekt
werden, damit dem Kunden im Anschluss wieder ein neues Gerit verkauft
werden kann. Ressourcenverschwendung, Berge an Elektroschrott und die
Vergiftung von Mensch und Umwelt sind die Folgen.

Beispiele fiir geplante Obsoleszenz in der Elektronikbranche

Sehr auffallig ist die Verwendung besonders hitzeempfindlicher Bauteile in
direkter Nihe zu Hitzequellen. Bei unterschiedlichsten Bildschirmen und
LCD-Fernsehern befinden sich Elektrolytkondensatoren vielfach unmit
telbar neben Leistungsbauteilen, die tiber 100 Grad Celsius warm werden
koénnen. Die Lebensdauer der Kondensatoren betrigt dann nur noch we-
nige Tausend Stunden. Nach zwei bis drei Jahren fallen diese aus, mit dem
Resultat, dass der gesamte Bildschirm aufgrund zu hoher Reparaturkosten
auf den Miill wandert. Auch bei Computerplatinen renommierter Herstel-
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ler findet sich diese »Methode«: Bauteile werden genau im Heifluftstrom
der Prozessorkithlung platziert.

Bei der Untersuchung von DVD-Playern wurde festgestellt, dass die
Schublade durch den verwendeten Riemenantrieb und die Alterung und
Verhirtung des Riemens nach zwei bis drei Jahren nicht mehr funktio-
niert. Ein anderes Antriebsprinzip, etwa mit einem Schneckenrad, hatte
hier zu keinerlei Problemen gefiihrt.

Auch Kameras werden oft defekt, weil mechanische Elemente aus min-
derwertigen Materialien bestehen. Fiir das Herausfahren des Objektivs
oder fiir das Umklappen des Spiegels einer Spiegelreflexkamera werden oft
Zahnrader aus Kunststoff verwendet, die schnell verschleiffen. Langlebige
Varianten wiirden nur wenige Cent mehr kosten.

Viele Drucker enthalten einen sog. Schutzzahler: Wenn eine bestimmte
Anzahl von Seiten gedruckt wurde, zeigt der Drucker eine Stérung an —
unabhingig von seinem tatsichlichen Zustand. So fordert der Drucker bei-
spielsweise auf, die Druckerpatronen austauschen, auch wenn diese noch
nicht leer sind. Oft erscheint auch die Meldung, dass Teile des Druckers das
Ende ihres Lebenszyklus erreicht hatten, obwohl alles einwandfrei funk-
tioniert.

Weitere Beispiele fiir geplante Obsoleszenz sind schwache Widerstan-
de, nicht austauschbare, also fest eingebaute Akkus (z.B. bei Handys oder
elektrischen Zahnbiirsten) oder sonstige mechanische Limitierungen, z.B.
durch eine seitens des Bauteils geringe erlaubte Betdtigungsanzahl von
Schaltern oder Verschliissen, die zu einem vorzeitigen Totalausfall des Pro-
dukts fihren kénnen.

Geplante vorzeitige Obsoleszenz ist jedoch keineswegs nur ein Problem
der Elektronikbranche. Lebensdauerbegrenzende Schwachstellen lassen
sich branchenitibergreifend, von der Textil- bis hin zur Automobilindustrie,
im gesamten Konsumgiterbereich ausfindig machen.

Fir den Verbraucher ergibt sich die Schwierigkeit, dass es kaum mog-
lich ist, beim Kauf Produkte ohne geplante Schwachstellen zu erkennen, da
sich scheinbare Entscheidungskriterien wie Markenname oder hoher Preis
im Nachhinein auch oft als ungeeignet fiir eine gute Kaufentscheidung
herausstellen, denn: lebensdauerbegrenzende Schwachstellen kdnnen sich
auch in Produkten renommierter Hersteller oder hochpreisigen Geriten
befinden. Zudem stehen hinter vielen »Qualititsmarken« nicht mehr die
Originalhersteller, sondern Billigproduzenten aus Fernost.
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Holger Krumme

Um die Informationsasymmetrien zwischen Verbrauchern und Her-
stellern abzubauen und fiir mehr Transparenz bei der Kaufentscheidung
zu sorgen, wurde das HTV-Life-Priifzeichen, das 2018 erstmals auch Ein-
zug in das Schulbuch zur Wirtschafts- und Studienorientierung »Wirt-
schaft & DU« gehalten hat (Altmann et al. 2018), entwickelt.

Dabei war die Idee, Verbrauchern bereits beim Kauf die Moglichkeit zu
geben, ohne Berticksichtigung des Markennamens Produkte ohne geplante
Obsoleszenz zu erkennen. Das HTV-Life-Prifzeichen wird ausschlieflich
an Produkte vergeben, bei denen zum einen der Hersteller an Eides statt
erklirt, keine absichtlichen lebensdauerbegrenzenden Sollbruchstellen
eingebaut zu haben und zum anderen bei einer umfassenden Analyse von
Herstellungsunterlagen und Hardware keinerlei Anzeichen fiir »geplante
lebensdauerbegrenzende Sollbruchstellen« festzustellen sind.

Hierftr werden die zu uberprifenden Produkte im HTV-Institut fiir
Materialanalyse mit umfangreichem und hochmodernem Equipment de-
tailliert untersucht. Hersteller, die demonstrieren wollen, dass ithre Produk-
te keine Manahmen zur absichtlichen Verkiirzung der Produktlebensdau-
er enthalten, kénnen dies durch freiwillige HTV-Life-Qualifizierung und
Untersuchung ihrer Produkte nachweisen und sich damit deutlich vom
Mitbewerber absetzen.

Bisher war die Nachfrage seitens der Hersteller nach dem HTV-Life-
Priifzeichen noch relativ gering, selbst seitens renommierter und bekann-
ter Markenhersteller. Das Priifzeichen sei zwar eine gute Sache, heifit es,
jedoch wiissten die Kunden um die Qualitit der Produkte, eine Auszeich-
nung sei daher »unnotige.

Studien des Umweltbundesamtes zeigen jedoch, dass die Lebens- und
Nutzungsdauer, z.B. von elektrischen Geriten, in den letzten Jahrzehn-
ten zurtckgegangen ist (vgl. Prakash et al. 2016; Oehme et al. 2017). Dass
Hersteller daher ihre Konstruktionsunterlagen nicht zur Verfiigung stellen
und die Produkte nicht prifen lassen mdchten, lasst sich nachvollziehen.
Die Lebensdauer von Produkten wird von Herstellern definitiv berechnet
und ist somit bekannt.

Entscheidend fiir die geringe Nachfrage nach dem HTV-Life-Prifzei-
chen ist aber der fehlende Druck der Verbraucher auf die Hersteller, zwei-
felsfrei zu belegen, dass die hergestellten Produkte keine geplanten lebens-
dauerbegrenzenden Schwachstellen enthalten. Einige Hersteller, wie z.B.
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Langzeitlagerung elektronischer Komponenten als Strategie gegen Obsoleszenz

Gigaset, haben sich jedoch dem HTV-Life-Untersuchungsverfahren gestellt
und das Prifzeichen erhalten.

In anderen Landern, etwa Frankreich, ist — im Gegensatz zu Deutsch-
land - eingebauter Verschleif strafbar. Er kann als Betrug geahndet wer-
den. Ein Umdenken des deutschen Gesetzgebers wire an dieser Stelle be-
griflenswert.
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